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1 Grundlagen 

 

Zur Gewährleistung einer optimalen Wärmeübertragung zwischen Leistungshalbleitern und Kühlkörpern ist die 
Aufbringung eines gut wärmeleitenden Füllmaterials erforderlich, das in geeigneter Weise Unebenheiten 
ausgleicht. Die Materialauswahl sowie die Art der Auftragung beeinflussen die Wärmeübertragung erheblich. 

Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass das gewählte Material den Langzeitanforderungen der Applikation 
entspricht. 

Um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen, sind das Modul, die geometrische Anordnung des aufgebrachten 
Materials sowie das aufgebrachte Material selbst als Einheit zu betrachten. 

Die vorliegende Application Note beschreibt den Umgang und die Handhabung von Modulen mit werksseitig 
aufgetragenem Thermal Interface Material (TIM). 
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2 Erscheinungsbild und Eigenschaften  

 

Das von Infineon aufgetragene Thermal Interface Material (TIM) besteht aus einem Material, das bei Erwärmung 
seinen Zustand verändert. Es geht bei einer Temperatur >45°C vom festen in den flüssigen Zustand über. 

Unterhalb der Schmelztemperatur ist es in Konsistenz und Resistenz in etwa mit Kerzenwachs vergleichbar 
woraus sich auch die besonderen thermischen und mechanischen Eigenschaften ableiten wie z. B. sehr gute 
Wärmeleitung, frei von Silikon, optimale Langzeitstabilität, Vermeidung des Pump Out Effekts und des 
Austrocknens.  

 

2.1 Lagerung und Transport 

Für Lagerung und Transport gilt das Dokument TR14_Storage_of_IFX_Products. Ergänzend dazu gilt, dass 
unter atmosphärischen Bedingungen das thermisch aktive Material in der Originalverpackung bei einer 
Temperatur bis 40°C für 24 Monate lagerfähig ist. Eine Berührung der thermisch aktiven Schicht ist zu 
vermeiden. 

 

2.2 Verpackung 

 

    

Bild 1: Leistungshalbleitermodul mit TIM bedruckt  Bild 2: Schutzabdeckung für Bodenplatte 
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Leistungshalbleitermodul in Kartonageverpackung gelegt mit Karton-Inlay und Schutzabdeckung für die mit 
TIM bedruckte Bodenplatte. 

Das zweite, obere Karton-Inlay sichert das Leistungshalbleitermodul.     

 

  

Bild 3 und 4: Verpackung für 70mm Power Block Modul 
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2.3 Optische Kontrolle  

Das Thermal Interface Material wird mittels Schablonendruck aufgetragen, um lokal unterschiedliche Mengen 
in einem kontrollierten Prozess zu applizieren.  

Vor der Montage auf dem Kühlkörper empfiehlt sich eine Kontrolle, ob das Druckbild, wie in Abbildung 5 

exemplarisch dargestellt, unbeschädigt und vollständig ist. 

 

             

           Power Block 70           Power Block 60     Power Block 50                   Eco Block 50 

                      (PB70)      (PB60)               (PB50)              (SB50) 

 

                       

  Power Block 34                    Eco Block 34         

           (PB34)              (SB34) 

 

Bild 5: Mit TIM bedruckte Leistungshalbleitermodule 
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3 Montage auf einem Kühlkörper  

 

Für die mit TIM ausgestatteten Leistungshalbleitermodule gelten die Montageanweisungen der jeweiligen 
Produktfamilie, die in den entsprechenden Application Notes (AN 2012-01 Technische Information Bipolare 

Halbleiter) enthalten sind. Die Kontaktfläche des Kühlkörpers darf eine Ebenheit und eine Rautiefe Rz von 10μm 
nicht überschreiten. 

 

3.1 Reinigung bei Austausch  

Bei Austausch des Leistungshalbleitermoduls ist der Kühlkörper von dem verbleibendem TIM zu reinigen. Das 
TIM stellt bei der Entfernung keine besonderen Ansprüche an die Arbeitssicherheit.  

Die Entfernung kann ohne Handschuhe erfolgen. Die Reinigung kann z. B. mittels eines Zellstofftuches erfolgen. 

Die Kühlkörperoberfläche darf bei diesem Vorgang nicht beschädigt werden. 

Schritt 1: Modul vom Kühlkörper abheben  

Schritt 2: Entfernung grober Partikel  

Schritt 3: Endreinigung  

In der Feinstruktur der Kühlkörperoberfläche verbleiben kleinste Partikel. Dies stellt für die erneute Montage 
eines Moduls mit appliziertem Thermal Interface Material kein Problem dar unter der Voraussetzung, dass die 

Reste auf dem Kühler mit dem neuen Material identisch sind. Beim ersten Aufschmelzen entsteht der gleiche 

thermische Übergang wie zuvor. 

Wird ein mit TIM beschichtetes Modul auf eine Position montiert, die zuvor mit anderen Wärmeleit-medien 
beschichtet war, ist eine gründliche Reinigung, ggf. mit Lösungsmitteln oder Alkohol vor-zunehmen.    

  1.Schritt: Modul vom Kühlkörper abheben 

  

Bild 6: Reinigung der Montagefläche für das Wechseln eines Moduls 

  2.Schritt: Entfernung grober Partikel 

  3. Schritt: Endreinigung        
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4 Handhabung in der Fertigung  

 

Die Schutzabdeckung sollte erst unmittelbar vor der Montage auf den Kühlkörper entfernt werden. 

Es muss sichergestellt werden, dass die Bodenplatte als Funktionsfläche vor Berührung, Kontaminierung durch 
Staub, Fette, Öle und Feuchtigkeit geschützt wird. 

 

4.1 Bewertung des Abdruckbildes Wärmeleitpaste 

Das Abdruckbild des TIM ist temperaturabhängig. Je höher die Temperatur, desto mehr verläuft die 

Wabenstruktur des aufgetragenen TIM (siehe Abbildungen 7 und 8). 

 

 

Links: Blick auf die Aufspannfläche des     Rechts: Blick auf die Bodenplatte des Moduls 
          Kühlkörpers 

 

Bild 7 und 8: Optische Erscheinung der TIM-Schicht nach thermischer Belastung und Demontage 
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Links: Blick auf die Aufspannfläche des   Rechts: Blick auf die Bodenplatte des Moduls 

             Kühlkörpers 
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5 Gutteilkatalog  

 

Trotz intensiver Kontrolle des Druckprozesses und größtmöglicher Sorgfalt bei Handhabung und                   
Verarbeitung können an der aufgetragenen Schicht Variationen auftreten, die keinen Einfluss auf die 

thermische Qualität oder die Langlebigkeit des Materials ausüben. Dieses Kapitel zeigt und erklärt die 
Abweichungen, die als zulässig eingestuft sind. 

 

 

Zulässiges Erscheinungsbild:  

An einzelnen Waben tritt am Rand eine 

Verfärbung auf bzw. kleinste Mengen an 

Material treten seitlich aus der Wabe aus. 

 

 

Zulässiges Erscheinungsbild:  

An einer einzelnen Wabe, außerhalb der am 

dichtesten gedruckten Struktur, ist eine Material-

verschiebung aufgetreten. 

 
 

 

Zulässiges Erscheinungsbild:  

Lokale Verfärbung oder .oberflächliche Kratzer 

auf der Wabenstruktur. 

 

 

 

Zulässiges Erscheinungsbild:  

Unscharfe Verläufe der Kanten an Waben. 

 

 

 

Zulässiges Erscheinungsbild:  

Kleine Materialspur zwischen den Waben. 
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6 Weiterführende Literatur  

 

Auf der Internetseite von Infineon finden Sie unter www.infineon.com/TIM eine Reihe von Artikeln zum 
Themenkomplex Thermal Interface Material und Thermisches Management. 
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